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摘要(译)

传感器模块技术领域本发明涉及一种传感器模块，特别是用于确定测量
数据的测量值拾取器（2）和用于实现无线供电和询问测量数据的电路装
置（3）。测量值拾取器形成为可集成传感器（2），并且电路装置形成
为集成半导体电路模块（3），传感器（2）和半导体电路模块（3）机械
和导电连接彼此使用微系统工程手段形成集成传感器芯片单元（1）。
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